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• 2020 營業成績 

• 2021 營業展望 



2020 營業成績 
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2020 營業成績 

毛利率與淨利率比較表 

2019 2020 

毛利率 64% 63% 

淨利率 34% 27% 



2020 淨利率 

2019 與 2020 淨利率差異分析 

股本增加5% 

匯兌 

損失 

研發 

人才擴編 

預期信用 

損失提列 

$6,800萬 

$2,600萬 $3,000萬 

$4,500萬 
營收 

減少5% 
$6,000萬 



2020 股利發放 

2020/11/25 已發放2020H1現金股利3元 

2021/2/3董事會決議現金股利9元 (資本公積配息) 

2020盈餘共配息12元 



2020 各區業務檢討 

台灣區 國際區 中國區 合計 

2019 Actual 2020 Actual 

Area YOY成長率 檢討原因 

台灣區 -56% 
1. 載板第一波延遲導入 

2. 半導體2D推廣狀況不佳 

國際區 +132% 雖大幅成長，但未達預期 

中國區 +10% 針對陸資載板市場佈局 

-56% +132% 

+10% 

-6% 



2020 檢討 

設備 進度 

Smart Camera 持續出貨 

PCB mini LED 持續出貨 

Wafer Packaging 2021 產品再進化，接單出貨 

Substrate & LSP 
2020 延遲導入 

2021 接單陸續出貨 

INDEX CCD 4W Tester 2021 預計Q2通過驗證 



2021 營業展望 



2021 電測機 營業展望 

硬板 

載板 

軟板 

預計通過驗證 

2021 Q2 

20億 

25億 

15億 

2019 

市值 

2021 
加速進行 



2021國際市場開拓 營業展望 

2019年PCB百大中，90%為牧德客戶 

95% 

81% 

大中華市場 

63 
 

國際市場 

37 

75% 
牧德AOI & AVI 

市佔率 

16% 
牧德AOI & AVI 

市佔率 



2021國際市場開拓 營業展望 

國際區在中國設廠之客戶 

16% 
牧德國際市場 

AOI & AVI市佔率 

1. TTM 

2. Mektron 

3. Ibiden 

4. AT&S 

5. Meiko 

6. CMK 

未來牧德AOI & AVI開拓市場 

84% 



2021 AOI / AVI 營業展望 

硬板 軟板 載板 

70% 20% 40% 

牧德 AVI 市佔率 

硬板 軟板 載板 

80% 5% 60% 

牧德 AOI 市佔率 



2021 再進化 營業展望 

3mil 1.2mil 0.8mil >0.6mil 2mil 

線寬 

HDI / 一般PCB 

LSP 

Substrate 

2007~2020 2020~2021 2021~ 

半導體 

無需人力複檢 

2D+3D 2D 

AOI 

AVI 
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